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InSOP-24和HSOP-28波峰焊接设计指南

注：这些指南适用于没有底面裸焊盘的InSOP-24封装（如InSOP-24D）。

具有底面裸焊盘的InSOP-24封装（如InSOP-24B、InSOP-24C）必须使用

红外/对流回流焊进行电路板安装。

波峰焊的焊盘布局设计建议

Power Integrations建议使用红外/对流回流对InSOP-24和HSOP-28封装进

行表面贴装。然而，这两种封装在设计时都考虑到了波峰焊，以防红外/
对流回流焊不可用或不可取。InSOP-24和HSOP-28均具有≥0.75mm的引

脚间距和窄脚(0.25mm ‒ 0.35mm)，可在引脚之间留出足够的间距，在使

用具有防止焊桥的先进功能的波峰焊设备时可成功连接。然而，对于较旧

或不太复杂的波峰焊设备，本文档建议考虑采用特殊的PCB/封装布局。

焊盘间最大间距

焊盘之间的间距应尽可能大，以防止焊锡桥接，但也必须注意确保所选焊

盘布局和波峰焊工艺在引线“脚”的所有面上产生高质量的焊锡圆

角。InSOP-24焊盘宽度可窄至0.30mm，焊盘间距可达0.45mm；HSOP-28
焊盘宽度可窄至0.40mm，焊盘间距可达0.40mm。表1将封装和焊盘布局

尺寸与其他众所周知的波峰焊封装进行了比较。

常见和细间距波峰焊引脚封装的布局尺寸

封装类型
引脚间距

(e)
引脚宽度

(b)
引脚金属间间距

(LS)
波峰焊推荐焊盘宽度

(D)
焊盘金属间间距

(PS)

InSOP-24 0.75 0.25 0.50 0.30 - 0.35 0.40 - 0.45
InSOP-T28 0.63 不支持波峰焊

InSOP-T32 0.54 不支持波峰焊

HSOP-28 0.80 0.35 0.45 0.40 0.40
TSSOP-24 0.65 0.25 0.40 0.30 0.35
SSOP-36 0.80 0.36 0.44 0.40 0.40
TQFP-32 0.80 0.35 0.45 0.40 0.40
标准SOIC 1.27 0.40 0.87 0.60 0.67

表1.  常见和细间距波峰焊引脚封装的布局尺寸。所有尺寸以毫米(mm)为单位。

图1. 焊盘间距
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拖锡焊盘和波峰焊方向

事实证明，在PCB布局上设计“拖焊锡盘”这一众所周知的方法能够有

效地为INSOP-24和HSOP-28封装提供良好的波峰焊效果。总体概念如图

2所示，其中包括每排细间距焊盘末端的大焊盘以及通过波峰焊的正确

布局方向。这些大焊盘被称为“拖锡焊盘”，其作用是吸走多余的焊

锡，确保整排焊盘上的焊点干净/无桥接。

由于InSOP-24和HSOP-28封装各有其独特之处，因此在使用这两种封装

设计拖锡焊盘时需要考虑一些特殊因素。对于InSOP-24封装，根据PCB
布局的灵活性和封装的方向，可以通过将拖锡焊盘与InSOP-24宽“蝙蝠

翼引线”所需的宽焊盘相结合来节省一些电路板空间。穿过波峰的封装

方向必须是引脚垂直于PCB的行进方向，因此InSOP-24的两种布局选项

如图3所示。

对于HSOP-28封装，引脚采用对称设计，因此拖锡焊盘设计只有一种选

择。图4所示为推荐的波峰焊封装。

拖锡焊盘设计取决于PCB行进方向 

与本文档中显示的内容相比，拖锡焊盘的确切尺寸、位置和形状可能需

要修改，具体取决于所使用的波峰焊系统类型。不过，如果采用本文所

述的一般原则，InSOP-24和HSOP-28封装可以非常成功地与波峰焊工艺

结合使用。

PCB过锡炉方向

标准焊盘

拖锡焊盘

表面贴装波峰焊：拖锡焊盘概念

PI-8496-120318

InSOP-24D波峰焊封装建议
选项1：首选方向，引脚 #1和24优先

PCB过锡炉方向 PCB过锡炉方向

InSOP-24D波峰焊封装建议
选项2：备选方向，引脚#12和13优先
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图2.  拖锡焊盘概念

图3.  InSOP-24 波峰焊封装建议 ‒ 首选和备选方向
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PCB过锡炉方向

HSOP-28波峰焊封装建议
（尺寸以毫米为单位）
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图4.  HSOP-28波峰焊封装建议
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InSOP-24设计范例 
A. 10W (5V/2A)设计
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B. 27W USB-PD设计
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C. 45W（单19V/2.37A）设计
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修订版本 注释 日期

A 初始版本。 12/18
B 文字略有改动，新增图4。 03/19
C 在整个文档中阐明了封装信息。 03/23
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